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Abstract (en)
The contacting device has at least one metal carrying body (3,4,28) that is exposed to the ambient conditions and that is made of bronze, especially
casting bronze. The device is an electrical connector or connector part. The connector part is part of a coaxial connector. The device can be part of a
high frequency lightning protection component.

Abstract (de)
Die Hochfrequenzkomponente weist wenigstens einen tragenden Körper (3, 4, 28) aus Metall auf, der aus Bronze, insbesondere Gussbronze
hergestellt ist. Der Anteil an Zink ist kleiner als 18Gew.%, vorzugsweise kleiner als 12Gew.%. Die Komponente ist in aggressiver Atmosphäre,
insbesondere gegen Ammoniak und Schwefelverbindungen, wesentlich beständiger als Messing. <IMAGE>
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